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套餐价值：充分了解行业重点领域发展态势，准确掌握市场热点变化趋势，为营销策略的制定、企业的战略规划提供有力支持。�
�
□ 智慧套餐：15份研究报告，特惠订阅费用 8万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务


套餐价值：深入了解行业细分市场及关联产业发展形势，挖掘各领域投资机会，延伸企业经营触角，实现企业跨行业并购整合。�
�
□ 总裁套餐：20份研究报告，特惠订阅费用10万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务


套餐价值：多角度！多层面！透视各行业、各业务发展，完善集团管控体系，准确掌舵集团航向，有效降低企业智力投资成本。�
�
订阅《成功经理》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                     


企业中高层的行动纲领 有效解决问题：模式、效率、执行…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                  


订阅《卓越管理》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                      


总裁必备启迪智慧教材 有效解决问题：策略、管理、定位…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                  


订阅《赢销战略》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                         


全实战的营销执行方案 有效解决问题：战略、方向、策划…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                       


订阅《才经资本》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                            


跨界实操人力资源圣经 有效解决问题：团队、激励、绩效…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                


付款总金额：                                                          付款日期：                             


□ 汇款至 中国建设银行              □ 汇款至 中国工商银行


帐户名：深圳市中研普华文化传播有限公司     帐户名：深圳市中研普华管理咨询有限公司


开户行：中国建设银行深圳市分行             开户行：中国工商银行深圳市分行


帐  号：44201501100052563302              帐  号：4000023009200181386





总部地址：深圳市福田中心区深南中路东风大厦12层（518031）


全国统一服务热线：400-85������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6-5388  400-086-5388 免费电话


订阅热线：0755- 25425716  25425726  25425736  25425706


0755- 25425756  25425776  25420896  25420806


0755- 25426596  25427856  25428586  25429596


传    真：0755- 25429588  25428099  全年无休  24小时服务


官方网站：中国行业研究网www.ChinaIRN.com深圳/ 北京/ 上海








全国统一服务热线 400-856-5388  400-086-5388 更多报告请访问 www.ChinaIRN.com                 12
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订阅方法：请把征订表用正楷字填写完后传真或快递给我们，然后通过银行付款。款到后即完成订阅手续，产品   与发票会在款到后 24 小时内以特快专递寄出。订阅传真： 0755 -  25429588 25428099  7 天 ×24 小时   贴心服务  
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